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@ Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 



® Es wird eine Chipkarte vorgeschlagen, die ©inen Karten- 
korper umfaGt, eine aus diesem herausgearbeitete Ausneh- 
mung, einen Chip mit Antennenkontakten 2um AnschlieSen 
einer Antenne, eine Antennenschicht, mit Antenneneinrich- 
tungen, fnsbesonders einer Spule im Kartenkorper, welche 
Chipkontakte zum Ansohliefien des Chips aufweist, wobei 
die Chipkontakte verdickte Abschnitte aufweisen, die im 
Kartenkorper eingebettet und mindestens abschnittsweise 
beim Herausarbeiten bzw. Herausfrlsen der Ausnehmung 
abgetragen sind und wobei die Antennenkontakte mit den 
Chipkontakten ieitend verbunden sind. 



Die Erfinduiig betrifft eine Chipkarte nach dem Pa- 
tentansprtich 1 sowie ein Verfahren zum Herstellen ei- 
ner solchen Chipkarte. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei welchen im Karten- 
korper eine aus Draht gewickelte Spule vorgesehen ist, 
deren Enden mit Antennenkontakten des Chips bzw. 
seines Tragers verbunden sind Diese Gesamtanord- 
nung ist im Kartenkdrper eingegossen. Die Herstellung 
der Anordnung ist aufwendig. 

Es ist weiterhin eine Chipkarte bekannt, bei welcher 
die Antenne aus einer Antennenschicht herausgeatzt ist, 
wobei die Antenne Chipkontakte aufweist, welche uber 
einen ieitenden Kleber mit den Antennenkontakten des 
Chips bzw. seines Tragers verbunden sind Bei der Her- 
stellung des Kartenkorpers werden die Chipkontakte 
uber eine entsprechende Ausnehmung in einer auf die 
Antennenschicht aufgebrachten Deckschicht freigelas- 
sen, was die Herstellung ebenf alls aufwendig macht 20 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine 
Chipkarte der eingangs genannten Art aufzuzeigen, die 
einfach und betriebssicher ist, sowie ein entsprechendes 
Herstellungsverfahren aufzuzeigen. 

Diese Aufgabe wird durch die Chipkarte nach An- 26 
spruch 1 bzw. ein Verfahren nach Anspruch 1 1 geldst 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, daB 
die Antennenschicht zunachst vollstandig in das Karten- 
rnaterial eingebaut wird, die Chipkontakte aber derart 
verdickte Abschnitte aufweisen, daB bei dem zur Her- 30 
steilung von bisher ublichen Chipkarten ebenf alls Ubli- 
chen Ausfrasen der Ausnehmung fur den Chip und sei- 
nen Trager Teile der verdeckten Abschnitte abgefrast 
und dadurch Chipkontaktflachen geschaffen werden, 
die dann mit den Antennenkontakten des Chips bzw, 35 
seines Tragers leicht verbindbar sind 

Die verdickten Abschnitte kdnnen auf verschiedene. 
Weise hergestelit werden. Es ist beispielsweise moglich, 
einen seiektiven Auftrag von Material in galvanischen 
Ba dem zu erzeugen. Vorzugsweise werden die verdick- 40 
ten Abschnitte jedoch aus Lot, insbesondere aus Weich- 
lot gebildet Dies kann beispielsweise in der ublichen 
Art und Weise geschehen, wie sie beim Verzinnen von 
gedruckten Schaltungen angewendet wird, also z.B. 
durch Fiihren der Antennenschicht tiber einen L6t- 41* 
schwall, wobei dann nur die Kontakte unabgedeckt sind 
Bei einer anderen Ausnihrungsform der Erfindung wer- 
den die Chipkontakte mittels bekannter Lot- bzw. 
Bondmaschinen bearbeitet, wobei man gegebenenfalls 
auch einen kurzen Draht innerhalb des Lot-*Hugels w 50 
stehen laBt, der bei der sp&teren Verbindung mit den 
Antennenkontakten eines Chips bzw. dessen Tragers 
von Vorteil sein kann. Wichtig ist hier lediglich, daB die 
Verdickung so hinreichend stark ist, daB beim spateren 
Ausfrasen der Aufnahmevertiefung fiir den Chip bzw. 5:5 
dessen Trager trotz ausreichender Frastoleranz die 
Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden. 
Wenn man hierbei davon ausgeht, daB die Antennen- 
schicht eine Tragerdicke von etwa 200 um und eine 
Kupferschicht von etwa 35 jxm aufweist, so ware diese $q 
Kupferschichtdicke bei den vorgegebenen Frastoleran- 
zen von etwa 20—30 um nicht einwandfrei sicher freizu- 
iegen. Wenn man jedoch eine Verdickung von 
100—200 jxm durch Lot-Auftrag vorsieht, so ist leicht 
ersichtlich, daB dann ein sicheres Anfrasen trotz der 
vorgegebenen Toleranzen moglich ist und dabei gleich- 
zeitig sichergestellt wird, daB die sehr dunne Kupferbe- 
schichtung der Antennenschicht nicht verietzt wird 


ten mit ihrem auf der Oberflache liegenden Relief aus 
geatzten Leiterbahnen in Kartenmaterial einzubetten. 
DaB der nunrnehr beschrittene Weg tatsachlich funktio- 
3 niert und derartig starke Verdickungen von 
100—200 Jim ohne weiteres in die Norm-Karten mit ei- 
ner Gesamtdicke von 760 jxm 47- 80 jxm einbettbar 
sind, dies ist ausgesprochen tiberraschend 
Die Antennenkontakte kdnnen mit den Chipkontak- 
10 ten durch eine Vielzahl von elektrischen Verbindungs- 
vorgangen verbunden werden, Es sei hier beispielsweise 
an SchweiBen oder Kleben mittels elektrisch leitender 
Kleber erinnert Vorzugsweise geschieht die Verbin- 
dung jedoch durch Ldten, was recht einfach und dabei 
13 gleichzeitig besonders haltbar ist Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Fertigungen der Chipkontakte aus 
Weichlot bestehen, 

Besonders gunstig fur den Anwender oder auch den 
programmierenden Hersteller der Chipkarte ist die An- 
ordnung dann, wenn der Chip bzw. sein Trager auf sei- 
ner der Antennenschicht abgewandten Seite zusatzliche 
Kontakte zum direkten (kontaktbehafteten) Anschlie- 
Ben aufweist Eine derart ausgebildete Karte, die sowohl 
kontaktlos als auch kontaktbehaftet benutzbar ist, kann 
beispielsweise beim Hersteller Qber den direkten, kon- 
taktbehafteten Zugang programmiert und dann vom 
Benutzer nur noch kontaktlos verwendet werden. 

Vorzugsweise umfaBt der Kartenkdrper mindestens 
zwei Deckschichten, zwischen denen die Antennen- 
schicht einlaminiert ist Die Deckschicht, welche auf der 
Seite der Chipkontakte liegt, nimmt die Verdickungen 
gleichzeitig auf. Selbst dann, wenn sich die Verdickung 
auf der KartenauBenseite nach dem Zusammenlaminie- 
ren abzeichnet (was bei einer fertigen Karte nicht duld- 
bar ware), ist dies unschadlich, da ja genau der Bereich, 
in welchem die Chipkontakte liegen, spater abgefrast 
wird, so daB auch die sich durchdriickende Verdickung 
bzw, die Erhebung des auflaminierten Materials auf der 
Kartenoberflache abgenommen wird. 

Bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist der 
Chip einen Trager mit kartenauBenseitigen Kontaktfla- 
chen auf, wobei die Antennenkontakte von Durchkon- 
taktierungsabschnitten (z. B. Bohrungen mit entspre- 
chenden galvanischen Metallauftragen im Bohrloch) ge- 
bildet sind welche ein isolierendes Tragermaterial zum 
Haiten der Kontaktfiachen durchqueren. Derartige 
Karten kdnnen — wie leicht vorstellbar — auch in kon- 
taktbehafteten Systemen Verwendung finden. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
der Chip auf einem Trager mit karteninnenseitigen 
Kontaktfiachen angebracht, so daB die Antennenkon- 
takte direkt auf den Chipkontakten zu liegen kommen. 
Um nun ein Verloten der Kontakte miteinander zu er- 
moglichen ist es von Vorteil, wenn das Tragermaterial 
fur die Kontaktfiachen des Chips in den Antennenkon- 
taktbereichen fortgenommen ist, so daB nach auBen ge- 
dffnete Bereiche tiber den Ruckseiten der Antennen- 
kontakte liegen. Dadurch sind die Kontaktfiachen von 
auBen zug&nghch, um Werkzeuge, insbesondere solche 
zum Erwarmen auf die Antennenkontaktruckseiten 
drucken zu kdnnen. Es ist auch moglich, mittels Infrarot- 
strahlung (insbesondere durch einen Laser) die Kon- 
taktfiachen zum Ldten zu erwarmen. 
Bei einem wie oben erlautert beidseitig beschichteten 
es Trager fur den Chip kann wieder ein kontaktloses eben- 
so wie ein kontaktbehaftetes Zusatzgerat verwendet 
werden, um die Karte zu programmieren bzw. zu benut- 
zen. Auch in diesem Fall ist jedoch wichtig, daB im Be- 


reich der Antennenkontakte eine WarmeQbertragung 
zum Verleten der Antennenkontakte mit den Chipkon- 
takten stattfinden kann. Hierzu sind wieder Offnungen 
im Trager bzw. den auf ihm angebrachten Kontaktfia- 
chen im Bereich der Chipkontakte vorgesehen. 

Das erfindungsgemafie Verfahren zum Herstellen ei- 
ner Chipkarte umfaBt die folgenden Schritte: 
Auf einer Antennenschicht wird eine Antenne mit Chip- 
kontakten zum AnschiuB eines Chips gebildet Es sei 
hierbei betont, daB unter dem Begriff "Antenne* eine 
Vielzahl von solchen Strukturen zu verstehen ist, welche 
zur Bildung von Zusatzf unktionen mdglich sind, die zu- 
satzlich zu denen des Chips gewtinscht werden und die 
mit dem Chip tiber dessen Trager verbunden werden 
mflssen. 

In einem nachsten Schritt werden auf den Chipkon- 
takten verdiekte Abschnitte gebildet Dies kann durch 
alle mdglichen elektrochemischen Verfahren, durch 
AuftragschweiBen oder auch durch den Auftrag von 
leitenden Kunststoffen geschehen. 

In einem ntchsten Schritt wird ein Kartenkorper der- 
art gebildet, daB die Antennenschicht und die Chipkon- 
takte einschlieBlich der verdickten Abschnitte von Kar- 
tenmaterial bedeckt sind und mit diesem fest verbunden 
sind 

Im KartenkSrper wird eine Ausnehmung derart ge- 
bildet, daB die verdickten Abschnitte mindestens teil- 
weise abgetragen und dadurch freigelegt werden. 
Ein Chip, umfassend einen Trager mit Antennenkon 


fiihrt Es ist natiirlich auch moglich, die Warme iiber 
Uitraschall, also eigentlich als Reibungswarme zuzuf Oh- 
ren. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung erge- 
ben sich aus den Unteranspriichen. 

Nachfolgend werden eine Ausfuhrungsform des er- 
findungsgemafien Verfahrens sowie drei verschiedene 
Ausfuhrungsformen der so aufzubauendea Karte an- 
hand von Abbildungen n&her erlautert 
Hierbei zeigen 

Fig. 1 Schematisierte Darstellungen von ftinf Verfah- 
rensschritten, und 

Hg. 2—4 drei verschiedene Ausfuhrungsformen er- 
findungsgemaB ausgebildeter Chipkarten im schemati- 
sierten Querschnitt 

Bei der nachfolgenden Beschreibung werden fur giei- 
che und gleichwirkende Teile die selben Bezugsziffern 
verwendet Es sei an dieser Stelle aber ausdriickiich dar- 
auf hingewiesen, daB die in den Zeichnungen dargesteli- 
20 ten GrdBenverh&itnisse nicht den tats^chlichen Gege- 
benheiten entsprechen, insbesondere sind die Schicht- 
dicken der Jeitenden Schichten gegeniiber den Kunst- 
stoffschichten erheblich niedriger. 

In Fig, 1 ist eine Antennenschicht 10 im Querschnitt 
gezeigt, die aus einem Trager II mit einer daraufliegen- 
den Beschichtung 12 besteht Die Schichtdicke des Tra- 
gers kann etwa 200 jim, die Beschichtung 12 etwa 35 (xm 
(Kupfer) betragen. 
In einem ersten Verfahrensschritt wird in ans ich be- 


10 


15 


25 


takten zur Verbindung der Trager-Leiterstrukturen mit 30 kannter Weise durch selektives Atzen ein LeiterMhnen- 


der Antenne wird in die Ausnehmung eingesetzt 

Die Antennenkontakte werden mit den Chipkontak- 
ten verbunden. 

Das Bilden der Antenne aus der Antennenschicht ge- 
schieht vorzugsweise in einem Atz- oder einem 
Schneidvorgang. 

Das Auftragen von Material auf die Chipkontakte 
geschieht vorzugsweise in einem Lotvorgang auf an sich 
bekannte Weise. 

Die Biidung des Kartenkdrpers geschieht vorzugs- 
weise mittels eines Laminierungsvorgangs, wobei die 
Antennenschicht zwischen zwei Deckschichten einlami- 
niert wird Unter Deckschicht ist hierbei natiirlich keine 
absolut homogene Struktur zu verstehen, da derartige 


35 


40 


muster gebildet, das gerna^B Fig. lb AntennenbaEnen 13, 
14, 15 (an sich ist dies nur eine einzige, in Fig, fb aber 
mehrmals geschnittene Bahn) sowie Chipkontifcte 20, 
21 umfaBt W' 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in*Hg, lc 
gezeigt ist, werden auf den Chipkontakten 20, 21 : Verdik- 
kungen 16, 17 geschaffen, die in dieser Ausftthrun§sforrn 
der Erfindung als Ldtauftrag gebildet sind. DieSe Ver- 
dickimgen kdnnen etwa 100—200 jim dick sein^sie sol- 
len jedoch in jedem Fall so dick sein, daB die beim 
nachfolgenden Abfrasen auftretenden unvermeidlichen 
Toleranzen in jedem Fall sicher aufgefangen werden 
kdnnen. 

In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig, Id 


Schichten wiederum meist einen Mehrschichtigen Auf- 45 gezeigt ist, wird auf die in Kg. lc gezeigte Gesamtan- 


bau haben, wobei beispielsweise ein Aufdruck durch 
eine klare Deckschicht abgedeckt ist oder zur Verbin- 
dung mit darunterliegenden Schichten eine auf zulami- 
nierende Schieht besondere Verbindungs- oder Klebe- 
schichten umfaBt. 

Die Ausnehmung in der Karte wird in ans ich bekann- 
ter Weise vorzugsweise durch Frasen gebildet In die so 
gebildete Ausnehmung wird der Chip samt s einem Tra- 
ger eingesetzt und vorzugs raise festgeklebt und zwar 


ordnung, also die Antennenschicht 10 samt den Verdik- 
kungen 16 und 17 eine obere Deckschicht 18 und eine 
untere Deckschicht 19 so aufiaminiert, daB die Anten- 
nenschicht (gemaB Fig. lc) volistandig eingeschiossen 
50 ist 

In einem n&chsten Schritt, dessen Endergebnis in 
Fig. le gezeigt ist, wird in an sich bekannter Weise eine 
Ausnehmung 24 in den Kartenkorper nach Hg. Id ge- 
frast Die Fr&sung ist hierbei derart tief, daB in dem 


vorzugsweise mittels eines ^ohmelzklebers. Der Grund 55 Bereich, in welchem der Tr&ger des Chips (hier noch 


hierfOr iiegt insbesondere darin, daB beim nachfolgen- 
den Verldten der Antennenkontakte mit den Chipkon- 
takten ein Hohenschwund (durch FlieBen des LStmate- 
rials an den Kontakten) auftritt, der bei Verwendung 
von Cyan-Acrylatklebern nur schwer zu kompensieren, 
bei Verwendung von Schmelzklebern aber sehr leicht, 
gegebenenfails auch nachtraglich durch erneutes Auf- 
warmen zu kompensieren ist 

Die Warme zum Verldten kann durch ein von auBen 
aufgesetztes Lotwerkzeug, also durch Warmeleitung 
aufgebracht werden. Bei einer anderen Ausfuhrungs- 
form des Verfahrens wird die Warme durch Strahlung, 
insbesondere durch Strahlung eines IR-Lasers zuge- 


60 


65 


nicht gezeigt) spater zu liegen kommt, die Verdickungen 
16 und 17 mit angefrast bzw. abgefrSst werden, so daB 
sie in einer Bodenflache der Vertiefung 24 freiliegende 
Zugangsflachen 22, 23 bilden. 

In einem nachsten Schritt, dessen Endergebnis fur 
drei Alternativen in den Fig, 2-4 gezeigt ist, wird dann 
ein Chip mit Trager 25 eingesetzt Dieser umfaBt ein IC 
26 sowie einen Trager aus einem Tragerrnaterial 30 mit 
AuBenkontakten 33, 34 und innenliegenden Antennen- 
kontakten 31, 32, wobei die AnschluBkontakte (nicht 
gezeigt) des IC 26 Qber AnschluBdrahte 28, 29 zu den 
AuBenkontakten 33, 34 geftihrt sind. Der IC 26* ist mit , 
samt Teilen seines Tragers mittels einer VerguBmasse 


Beim Einsetzen des Chip mit Trager 25 in die Ausneh- 
mung 24 der Karte wird die Anordnung mittels 
Schmelzkleber in der Offnung fixiert Dann wird ein 
Lotwerkzeug auf die Antennenkontakte 31, 32 aufge- < 5 
setzt, so daB das in ihnen enthaltene Lot schmiizt und 
auch die darunterliegenden Verdickungen 16, 17, welche 
aus Ldtmaterial gebildet sind, mit anschmelzen. Da- 
durch wird eine durchgehende Verlatung zwischen den 
Chipkontakten 20, 21 und den AuBenkontakten 33, 34 to 
und tiber die AnschluBdrShte 28, 29 zum IC 26 geschaf- 
fen. Nach dem LSten kann eine weitere endgtiltige Fi- 
xierung durch Aufwarmen des Schmelzklebers gesche- 
hen. 

Die in Fig* 3 gezeigte Ausfahrungsform der Erfm- i*i 
dung unterscheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, 
daB die Antennenkontakte 31, 32 als MetaUisierungs- 
schichten ausgebildet sind, die auf dem Tragermaterial 
30 auf der das IC 26 tragenden Fiache ausgebildet sind 
Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung sind Bohrun- 20 
gen 35, 36 im Tragermaterial 30 vorgesehen, so da6 die 
Verdickungen 16, 17 bzw. der dort vorgesehene Lotauf- 
trag von aufien frei zuganglich ist Man kann in diesem 
Fall durch die Bohrungen 35, 36 einen Laserstrahl zur 
Erwarmung auf den Lotauftrag 16 bzw. 17 richten, urn 2a 
so eine Lotverbindung zwischen den Chipkontakten 20, 
21 und den Antennenkontakten 31, 32 herzustellen. 

Die in Fig. 4 gezeigte Variante unterscheidet sich von 
der nach Fig- 3 dadurch, daB die Bohrungen 35, 36 nicht 
durch die Antennenkontakte 31, 32 bzw. die sie bilden- 30 
den Schichten hindurch gefiihrt sind, sondern auf deren 
RQckseite enden. Dadurch ist es aber immer noch mog- 
lich, die Antennenkontakte 31, 32 durch aufgesetzte 
Werkzeuge oder aber durch Warmestrahlung (IRrLa- 
ser) zu erwarmen, so daB eine Lotverbindung zwischen 35 
den Anterinenkontakten 31, 32 und den Chipkontakten 
20, 21 aufgebaut wird. 

Aus obiger Beschreibung gehthervor, daB auch meh- 
rere Merkmale, die in den Ausftihrungsformen der 
Fig. 2-4 gezeigt sind, miteinander kombiniert werden 40 
kdnnen. Insbesondere ist die Verwendung von beidsei- 
tig beschichteten Tragerniaterialien 30 moglich. Es ist 
auch mdglich, selbsttragende Metallkontakteinrichtun- 
gen als Chiptrager 25 zu verwenden, wie sie an sich 
bekanntsind 4.3 

Bezugszeichenliste 

10 Antennenschicht 

11 Trager so 

12 Beschichtung 

13 Antennenbahn 

14 Antennenbahn 

15 Antennenbahn 

16 Lcfcuftrag 5;5 
17Lev^uftrag 

18 obere Deckschicht 

19 untere Deckschicht 

20 Chipkontakt 

21 Chipkontakt 60 

22 Zugangstlache 

23 Zugangstlache 

24 Ausnehmung 

25 Chip mit Trager 

26 IC 65 

27 VerguBmasse 
28AnschluBdraht 
29Anschlu0draht 


31 Antennenkontakt 

32 Antennenkontakt 

33 AuBenkontakt 

34 AuBenkontakt 

35 Bohrung 

36 Bohrung 

Patentanspruche 

1. Chipkarte, umfassend einen Kartenkorper, eine 
aus diesem herausgearbeitete Ausnehmung (24), ei- 
nen Chip (25) mit Antennenkontakten (31, 32) zum 
AnschluB einer Antenne, eine Antennenschicht (1 1, 
12) mit Antenneneinrichtungen, insbesondere einer 
Spule im KartenkSrper, welche Chipkontakte (20, 
21) zum AnschlieBen des Chips (25) aufweist, wobei 
die Chipkontakte (20, 21) verdickte Abschnitte (16, 
17) aufweisen, die im Kartenkorper eingebettet und 
mindestens abschnittsweise beim Herausarbeiten 
bzw. Herausfrasen der Ausnehmung (24) abgetra- 
gen sind und wobei die Antennenkontakte (31, 32) 
mit den Chipkontakten (20, 21) leitend verbunden 
sind 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die verdickten Abschnitte (16, 17) aus 
(Weich-) Lot bestehen. 

3. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Anten- 
nenkontakte (31, 32) mit den Chipkontakten (20, 21) 
durch Loten verbunden sind 

4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (25) 
auf seiner der Antennenschicht (11, 12) abgewand- 
ten Seite zusatzliche Kontakte (33, 34) zum direk- 
ten AnschlieBen aufweist 

5. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Karten- 
korper mindestens zwei Deckschichten (18, 19) um- 
faBt, zwischen denen die Antennenschicht (11, 12) 
einlaminiert ist 

6. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (23) 
einen Trager (30) mit kartenauBenseitigen Kon- 
taktflachen (33, 34) umfaBt, und daB die Antennen- 
kontakte (31, 32) von Durchkontaktierungsab- 
schnitten gebildet sind, welche den Trager (30) 
durchqueren, 

7. Chipkarte nach einem der Anspruche 1—5 da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chip (25) einen Tra- 
ger (30) mit karteninnenseitigen Kontaktflachen 
(31,32) umfaBt 

8. Chipkarte nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Antennenkontakte (31, 32) direkt 
oder uber Offnungen (35, 36) von auBen zuganglich, 
insbesondere erwarmbar sind. 

9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1—5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chip (25) einen 
beidseitig beschichteten Trager umfaBt 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 6, 7 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Trager (30) und/ 
oder die auf ihm angebrachten Kontaktflachen (33, 
34) im Bereich der Chipkontakte (20, 21) Offnungen 
(35, 36) aufweisen. 

11. Yerfahren zum Herstellen einer Chipkarte, um- 
fassend die Schritte 

a) auf einer Antennenschicht wird eine Anten- 
ne mit Chipkontakten zum AnschluB eines 


7 


Chips gebildet; 

b) auf den Chipkontakten werden verdickte 
Abschnitte gebildet; 

c) ein KartenkSrper wird derart gebildet, daB 
die Antennenschicht und die Chipkontakte 5 
einschlieBlich der verdickten Abschnitte voll- 
standig von Kartenmaterial bedeckt sind; 

d) eine Ausnehmung wird im KLartenk5rper 
derart gebildet, daB die verdickten Abschnitte 
mindestens teilweise abgetragen und dadurch 10 
freigelegt werden; 

e) ein Chip, umfassend einen TrSger mit An- 
tennenkontakten wird die Ausnehmung einge- 
setzt; 

f) die Antennenkontakte werden mit den Chip- 15 
kontakten elektrisch leitend verbunden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt a) einen Atzvorgang um- 
faBt 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB im Schritt b) Material in einem elek- 
trochemischen Vorgang aufgetragen wird 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt b) Material durch einen 
Lotvorgang aufgetragen wird 25 

15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt c) einen Laminierungsvor- 
gang umf aBt 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt c) die Antennenschicht zwi- 30 
schen mindestens zwei Deckschichten einlaminiert 
wird 

17. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt d) die Ausnehmung durch 
Fr£sen gebildet wird. 35 

18. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt e) der Chip mit Tr&ger in 
der Ausnehmung festgeklebt wird 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip mit Trager mittels Schmelz- 40 
kleber in der Ausnehmung festgeklebt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Schritt f) die Antennenkontakte 
mit den Chipkontakten veridtet werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB beim Verl6ten Warme mittels ernes 
von auSen aufgesetzten Werkzeuges zugefuhrt 
wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verloten Warme durch Strah- 50 
lung, insbesondere einen IR- Laser zugefiihrt wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verloten Warme durch mecha- 
nische Bewegung, insbesondere Ultraschallschwin- 
gungen zugefuhrt wird. 55 
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Abstract 


The smart card has a card carrier provided with a milled recess in one of its major surfaces. The 
recess is for reception of a semiconductor chip (25) with antenna contacts (31 ,32) for connection to the 
inductive antenna. The antenna is provided by an antenna coil layer (1 1 ) within the card carrier. The 
antenna coil layer has chip contacts (20,21) cooperating with the antenna contacts of the 
semiconductor chip. It has thickened sections (16,17) embedded in the card carrier and exposed during 
milling, to ensure good contact with the antenna contacts. 
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